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前言

　　表面组装技术（SMT）是电子先进制造技术的重要组成部分，SMT的迅速发展和普及，变革了传
统电子电路组装的概念，为电子产品的微型化、轻量化创造了基础条件，对于推动当代信息产业的发
展起到了独特的作用，成为制造现代电子产品的必不可少的技术之一。
目前，SMT已广泛应用于各行各业的电子产品组件和器件的组装中。
而且，随着半导体元器件技术、材料技术、电子与信息技术等相关技术的飞速进步，SMT的应用面还
在不断扩大，其技术也在不断完善和深化发展之中。
近年来，与SMT的这种发展现状和趋势相应，与信息产业和电子产品的飞速发展带来的对SMT的技术
需求相应，我国电子制造业急需大量掌握SMT知识的专业技术人才。
　　SMT包含表面组装元器件、电路基板、组装材料、组装设计、组装工艺、组装设备、组装质量检
验与测试、组装系统控制与管理等多项技术，是一门新兴的先进制造技术和综合型工程科学技术。
要掌握这样一门综合型工程技术，必须经过系统的专业基础知识和专业知识学习和培训。
然而，由于SMT之新兴特点，在我国，与之相应的学科、专业建设和教学培训体系建设工作尚刚起步
，也缺乏与之相适应的系统性教学、培训教材和学习资料。
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内容概要

　　《表面组装工艺技术（第2版）》介绍电子电路表面组装技术（SMT）的组装工艺技术，内容包
括：SMT工艺技术的内容和特点、SMT组装方式和工艺要求、SMT工艺流程与组装生产线、SMT组装
工艺材料、胶黏剂和焊膏涂敷工艺技术、SMC／SMD贴装工艺技术、SMT焊接工艺技术、SMA清洗工
艺技术、检测与返修技术等。
全书共8章，每章均附有思考题，便于自学和复习思考。
　　《表面组装工艺技术（第2版）》在第1版的基础上按教育部“十一五”规划教材要求修编，可作
为高等院校SMT专业或专业方向的本科教材和高等职业技术教育教材，也可应用于SMT的系统性培训
教材和供从事SMT的工程技术人员自学和参考。
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章节摘录

　　第3章　SMT组装工艺材料　　3.1　SMT工艺材料的用途与应用要求　　3.1.1　SMT工艺材料的用
途　　SMT组装工艺材料包含焊料、焊膏、胶黏剂等焊接和贴片材料，以及焊剂、清洗剂、热转换介
质等工艺材料。
组装工艺材料是表面组装工艺的基础。
不同的组装工艺和组装工序，采用不同的组装工艺材料。
有时在同一组装工序，由于后续工序或组装方式不同，所用材料也有所不同。
　　在波峰焊、再流焊、手工焊3种主要焊接工艺中，焊料、焊膏、胶黏剂等组装工艺材料的主要作
用如下：　　（1）焊料和焊膏。
焊料是表面组装中的重要结构材料。
在不同的应用场合采用不同类型的焊料，它用于连接被焊接物金属表面并形成焊点。
再流焊接时采用焊膏，它是焊接材料，同时又能利用其黏性预固定SMC／SMD。
随着再流焊接技术的普及和组装密度的不断提高，焊膏已成为高度精细的电路组装材料，在SMT组装
工艺中被广泛应用。
波峰焊接时，采用棒状焊料。
手工焊接时采用焊丝。
在特殊应用中采用预成型焊料。
　　（2）焊剂。
焊剂是表面组装中重要的工艺材料。
它是影响焊接质量的关键因素之一，各种焊接工艺中都需要它，其主要作用是助焊。
　　（3）胶黏剂（亦称贴片胶）。
胶黏剂是表面组装中的黏连材料。
在采用波峰焊工艺时，一般是用胶黏剂把元器件贴装预固定在PCB板上。
在PCB双面组装SMD时，即使采用再流焊接，也常在PCB焊盘图形中央涂敷胶黏剂，以便加强SMD的
固定，防止组装操作时SMD的移位和掉落。
　　（4）清洗剂。
清洗剂在表面组装中用于清洗焊接工艺后残留在SMA上的剩余物。
在目前的技术条件下，清洗仍然是表面组装工艺中不可缺少的重要部分，而溶剂清洗是其中最有效的
清洗方法，因此，各种类型的溶剂就成了清洗工艺中关键的工艺材料。
　　3.1.2　SMT工艺材料的应用要求　　为适应SMA的高质量和高可靠性要求，在SMT工艺中对组装
工艺材料有很高的要求，主要有：
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